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１．概要（Summary）

プローブ針と配線を一体化したシート構造を特徴とする

当社のプローブカードの研究において、プローブとしての

高精度配列とバネ性及び配線の導電性の両者を満足す

る加工方法の課題について、早稲田大学支援機関に技

術相談を行った。

その結果、プローブ特性を満足するニッケル電鋳プロ

セスによる加工方法について、スルファミン酸ニッケル浴

による電鋳加工方法がベストであるというアドバイス、並び

にその組成・条件についての詳細なアドバイスを受け、プ

ロセスフローを見直すことにした。さらに本方法により形成

されたニッケルパターン上に銅電鋳を追加することにより、

本課題を解決するに至った。

２．実験（Experimental）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

３．結果と考察（Results and Discussion）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

４．その他・特記事項（Others）

なし

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）

なし

６．関連特許（Patent）
なし


